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[Table_Title] 半导体景气度高启，产能领先确立竞争优势 

——半导体景气度梳理 
 

[Table_Summary] 报告要点： 

 半导体景气上行+各环节价格调涨，需求紧缺确定性看到 21H1 

半导体业需求火热，不仅上游晶圆代工产能满载，下游测试、封装产

能同样供不应求，除了取消淡季价格折让，价格也纷纷上调。目前已

有部分硅片、IC 设计、晶圆代工和封测企业发布年初涨价函。根据各

环节龙头企业如华虹半导体、联电、日月光等反馈，目前产能紧缺情

况持续到 2021 年上半年，持续情况有望在 21Q2 进一步验证。我们

认为 2020 年原本是新需求开始逐渐放量的一年，受疫情影响顺期递

延，但是在线教育、远程办公等领域需求激增减少了 20H1 期间疫

情影响，20H2汽车、家电、5G手机等需求回暖促使景气度走强，

随着疫情影响逐渐降低，2021年全年有望保持高景气度。 

 8 吋线产能扩张预期有限，规模优势下龙头企业受益 

从制造环节看，目前 8 吋产线供需失衡明显，新能源、消费电子、工

控等领域对功率器件、电源管理、NOR 等需求强劲，受限于设备和经

济性 8 吋产能扩张有限，产能紧张问题主要靠价格调整和 12 吋线产

能释放来缓解，龙头企业华虹半导体规模优势突显。 

 新技术带动多元化应用场景，长期看好汽车、消费、清洁能源领

域对电子元件的需求，龙头企业有望持续受益 

5G 基站、手机等通信设备会用到大量电源管理和射频芯片，汽车随

电气化程度加深单车电子元件用量大幅度增长，清洁能源发电拉动功

率器件需求。这些电子元件更多依赖特色工艺平台，即 8/12 吋成熟制

程产线。我们认为短期核心看点是龙头企业新产能的释放速度和价格

调幅，中长期则是产品组合的搭配以及营收体量的大幅增长。 

 12 吋产线快速爬坡确立产能领先优势 

华虹半导体是国内最大的特色工艺代工厂，及全球最大的功率器件代

工厂。公司在产能方面处于绝对优势地位，3 座 8 吋厂拥有产能 17.8

万片/月，8 吋线产能还可以额外增加约 2 万片达 20 万片/月，1 座 12

吋厂还处于快速爬坡阶段，目前产能约 2 万片/月，预计 2021 年年底

达到 4 万片/月。在预期产能长期紧缺的时间段，保证良率和技术优势

的前提下，尚能扩出大量产能有助于公司进一步确立行业竞争优势。 

 先发积累更多经验进一步拉开差距 

公司作为国内 12 吋功率器件产线领头羊，先发优势有助于积累学习

曲线和量产经验，拉开与身后竞争者的差距，新产线把技术节点推进

到 90/55 纳米，给客户提供更优性能的工艺支持。 

投资建议 

目前下游高景气度可以看到今年上半年，后续需根据排产计划滚动验

证，我们对 2021 年全年维持高景气度持相对乐观态度。根据产业链

调研反馈，国内特色工艺产线都保持供不应求的状态，甚至要通过提

价和调配产能到高毛利产品端。8 吋产能短期扩产有限的情况下，12

吋新增产能成为当前最主要的竞争优势。作为国内功率半导体产业链
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核心枢纽，以及行业景气度先行/同步指标，建议持续关注特色工艺代

工龙头：华虹半导体。 

风险提示 

外部冲击风险；行业景气度持续时间不及预期；产能爬坡不及预期。 
 

附表：重点公司盈利预测 

[Table_Forecast]      

公司代码 公司名称 
昨收盘 

（港币） 

总市值 

（亿港币） 

EPS PE 

2019A 2020E 2021E 2019A 2020E 2021E 

1347.HK 华虹半导体 42.45 551 0.81 0.42 0.64 18.05 85.02 55.28 

资料来源：Wind 一致预期，国元证券研究中心 
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表 1：国内可用于功率器件制造的晶圆线产能部分汇总 

公司名称 模式 产能分布 

安世半导体 IDM 德国 8"35 千片/月，英国 6"24 千片/月（八寸当量） 

吉林华微电子 IDM 吉林：4"80 千片/月，5"130 千片/月，6"65 千片/月，8"80 千片/月（一期），8"20 千片/月（二期规划） 

华润微电子 IDM 重庆：8"50 千片/月（两年扩到 70 千片/月），12"产线规划；无锡：6"206 千片/月，8"61 千片/月 

扬州扬杰科技 IDM 4"1000 千片/月，6"70-80 千片/月（规划扩产） 

苏州固锝电子 IDM 3"线，4"线 

杭州士兰微 IDM 
士兰集成 5/6"220 千片/月，士兰集昕 8"45 千片/月，士兰明镓化合物 4/6"产能爬坡，厦门士兰集科 12"80 千片/月

（两期规划产能 80 千片/月，2020 年底正式投产） 

中车时代电气 IDM 6" SiC5 千片/月，8"IGBT50 千片/月 

深圳比亚迪 IDM 宁波：6"IGBT 100 千片/月 

吉林瑞能半导体 IDM 5"42 千片/月，6"20 千片/月 

苏州捷捷微电 IDM 
IPO 前：4"58 千片/月；IPO：功率半导体 4"35 千片/月，防护器件 4"40 千片/月；定增：电力电子芯片 6"50 千片/

月，电子元器件芯片 4"125 千片/月（在建） 

北京燕东微电子 IDM 4"20 千片/月，6"30 千片/月，8"50 千片/月（产能爬坡） 

台基股份 IDM 1-6"原有产能，6"20 千片/月（改扩建） 

立昂微电子 IDM 立昂东芯：6"射频 10 千片/月；立昂微：6"MOSFET35 千片/月，6"二极管 50 千片/月 

中环股份 IDM 天津：6"0.35 微米功率半导体器件 35 千片/月 

深爱半导体 IDM 原始：5"40 千片/月；新增：原 4"45 千片/月产线升级成 5"；6"40 千片/月 

万国半导体 IDM 重庆：12"20 千片/月（产能爬坡），12"50 千片/月（二期规划） 

上海先进 制造 漕河泾厂：5"、6"、8"65 千片/月（8"等效晶圆）；临港厂：8"60 千片/月，12"50 千片/月，6"SiC5 千片/月（在建） 

深圳方正微 制造 6"60 千片/月（未来扩产至 80 千片/月） 

中芯绍兴 制造 上海/深圳：8"25 千片/月；绍兴：8"40 千片/月（规划产能 8"42.5 千片/月，2023 年总产能扩至 100 千片/月） 

华虹半导体 制造 上海：8"178 千片/月；无锡：12"40 千片/月（产能爬坡） 

资料来源：公司公告，国元证券研究中心 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 


